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Qui sommeshous?

Fournisseur de solutions pour la conception et |&abrication des systémes électronique€EDA

Experta été créée en 2012 et est implantée a Arcueil (94). Fort de leurs expériences dans le monde de

| 6®l ectroni que, une ®quipe doéexperts met " prof
globale de la conception a la fabrication avec un regardensuit le marché des logiciels.

En 2®@2, EDA Expertaforméplus de Z0 personnes forméete 85 sociétés différentes

Nos missions

«La conception et |l a fabrication ddédun syst me
connaissances théoriques, des compétences techniques et des outils spécifiques. Notre role est de vous
apporter | 6ensembl e des @re®besomtpeur lalréafisationvde uose av e z

produit et ce, en toute sérénité.

Victor TRUONG, Presidentie EDA Expert

Distribution
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Formation

0 Apporter notre expertise technique

o0 Transmettre et approfondir lesonnaissances techniques sur le métier de la conception

®l ectronique et sur | 6utilisation des outils
Certifier IPC CID/CID+

o Formations collectives, sur site ou personnalisées

o
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0 Maintenance et support MODELISATION . CONCEPTION
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CONSTRUCTION D6 U STACKUP EN PRE-ROUTAGE

Ce tutoriel a pour objectif de cr®er un nouveau
| 6i nt ®gri t® du -reutagenal en phase de pr®

Création @ dpybjet™

Choi si s s eProjettith basic RCB Magterials and empty Stackup

Template ? X

Name: |Blank - for Circuits created with multiport models.

Import Stackup From Simbeor Project, Allegro tcf or IPC2581 xmll files.
Import geometry from ODB ++ files.

Import geometry from Allegro PCB file.

Import geometry from Hype x hyp file.

Project with basic PCB Materials and empty StackUp.

Project with 2-Layer PCB StackUp (S-G, microstrip).
Project with 3-Layer PCB StackUp (G-S-G, strip).
Project with 4-Layer PCB StackUp (S-P-G-S, microstrip).
Project with 6-Layer PCB StackUp (S-P-5-5-G-S).
Project with 8-Layer PCB StackUp (5-G-P-S-S-P-G-S).

Notes: | Create Project with basic PCB materials and empty stackup. Add your materials and
define stackup layers before building a multidayered circuit (MLCircuit).

<Précédent e

Figurel: création d'un projet sans stack

Ce modeéle crée un projatecun stackupvide. |l vous donne lpossibilité de modéliser une définition
de | 6empil age de couclpamlaauteec des mat ®ri aux de

Cliquez sur "Suivant" pour accéder a la derniere page de création deeplisgs les conseilaffichés
et cliquez sur "Terminer'Un nouveau projet est ajouté a Jalution dansle panneau &olution
Explorer», comme indique la Figure-diessous

Solution Explorer - Solution_stackup: "C:\tmp\Solution_stackup\"

@ Solution_stackup: "C:\tmp\Solution_stackup\"
8 Project_stackup

+-pi Materials: T=20[°C]....

. StackUp: LU=[mm)], NL=0, T=0[mm]

Figure2 : Solution dans le solution explorer
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@ Pour plus de détails, tfe t ut or i el s urdarsSimbeor ®ati on doun projet

Défintion des matériaux

Par défaut, le projet créé incluGopper> come leconducteur« FR4» commediélectriques.

Cliquez droit et sélectionnez dRroperties pour accéder ayxropriétés du modéle de matériau existant
comme indiquéa Figureci-dessous

Solution Explorer - Solution_stackup: "C:\tmp\Solution_stackup\"
@ Solution_stackup: "C:\tmp\Solution_stackup\"
- f Project_stackup
=B Materials: T=20[°C],...

| 5.]"Copper”, RR:

E "FR4", Dk=4.2, Set As Default
£ "Air" Save Permeability As CSV File...
0 Stacklip: LU o Ctrl+X or Shift+ Del
Copy Ctrl+C or Ctrl+Insert
T Paste Ctrl+V or Shift+Insert
X Delete Del
[5' Properties... Alt+Enter

Figure3: matériaux utilisés pour la conception

La boite de dialogue avec les propriétés du conducteapg€' apparaitavecnotammenta rugosité
ajustée a m:
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Materia ?

CdeEtDI" maance

Nome: [Cooper | LossModeiTipe: sl v
Resistivity

@reotve: [1 | oderecrw [0t
O absolute: [Ohm*metre]

Relative resistivity at 20°C: Cu 1; Al 1.54; Au 1.415; Ag 0.952; Ni 2-40

Temperature Coeffidient: [1/=C]

Temperature coefficent (1/°C): Cu 0.004; Al 0.0043; Ag 0.0037; Au 0.0038;

Roughness Model Type: | ModifiedHammerstad v
Surface Roughness (SR 1): [0.,1000.]  [micrometre]
Roughness Factor (RF1): [1., 1000.]
1-Level Model Add [Edit Additional Levels Balls

Metal Permeability Model Type: Flat

Relative Permeability:

oK Annuler

Figure4 : paramétre de résistivité et conductivité du cuivre

De la méme fagon pour les propriétés deRd » :

Material

Insulator  Appearance

MName: [

Polarization Loss Model

| [CIMo Modulation or Imbalance (NUTL or SFS)

Type: WidebandDebye b

Spedfy permittivity and loss tangent at the measurement frequency. Loss tangent is slowly
growing in the frequency band defined by WD Low and High Frequendes. .. Suitable for FR4-type

dielectrics.
Advanced Settings:
Relste pemty 0
WD Low Frequency:
Lo Tagene oo 7 et b
WD High Frequency:
S —
ey - =

Bulk Conductivity: [5/m] Relative Permeability:
o | e

Figureb : paramétre de résistivité etonductivité @ l'isolant

Pour ajouter une nouvelle couche diélectrique, cliqguez droit Materials et sélectionnezAdd
Insulator/Dielectric :
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Solution Explorer - Solution_stackup: "C:\tmp\Solution_stackup\"

._ Solution_stackup: “C:\tmp\Solution_stackup!"
=-f88 Project_stackup

; R Materials: T=20[C],, - -
| B2 "Copper”, RR=1 Add Insulator/Dielectric...
-J& "FR4", Dk=4.2, L1 Add Conductor/Metal...
£ "Air Add Resistive Surface...

-8 StackUp: LU=[mm], Add Dielectric Mixture...

Add Anisotropic Dielectric...

Figure6 : ajout d'un matériau

Nous proposons doéaj ouwvteeln constate d@lectrigiik & 4, det laperte®p r e g
tangenteDf ou LT =0,01 mesurée a GHz

nsulator :

Name: | prepreg | [JNo Modulation or Imbalance (NUTL or SFS)
Polarization Loss Model
Type: WidebandDebye v

Spedfy permittivity and loss tangent at the measurement frequency. Loss tangent is slowly
growing in the frequency band defined by WD Low and High Frequendies... Suitable for FR4-type

dielectrics.
Advanced Settings:
Relative Permittivity (Dk):
WD Low Frequency:
Loss Tangent (Df or LT): | l.e-2 [Hz]

WD High Frequency:
Measurement Frequency: | L.e+9 Z]
w3 ] le+12 [Hz]
Buk Conductvity: [Sim]  Relative Permeabitty:

<Précédent || Suivant > Annuler

Figure7 : parameétre physique du prepreg

Cliquez sur "Suivant" pour accéder apage de définition@a f f i cjustezgl@ coulelr et la
transparence de l'isolant comme indiquéle&ssous
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Appearance ? X

=y 00

Transparency: '

min max

<Précédent | Suivant> | | Annuler

Figure8: couleur et transparence de l'isolant
Notez que les parameétres Couleur et Transparence ne concernent que I'appa®@nce

:Sulution Explorer - tutoriall: "C:\Users\EDAEXPERT\Docum... IX

@ tutoriall: "C\Users\EDAEXPERT\Documents\Simbeor THz Sol
& 8 Project(1)

=-BfL Materials: T=20[*C]....

' 2 "Copper”, RR=1

"FR4", Dk=4.2, LT=0.02 @ 1 GHz, PLM=WD, Dk(0)=
-8 "Air"
- L.I€ "prepreg", Dk=4.1, LT=0.01 @ 1 GHz, PLM=WD, Dk
@ StackUp: LU=[mil], NL=0, T=0[mil]

Figure9 : matériaux dans le projet
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Constructiordu Stackup

Cliquezdroit surStackup et commencez a définun exemple dstackupa 6 couchescomme indique
la Figure cidessous :

= - StackUp: LU=[mm], NL=6, T=8.47[mm]

' 1| Signal: "Top", T=1.2, FI="Air", Cond="Copper"

2| Medium: T=0.254, FI="Prepreg"

3| Plane: "GND", Cond="Copper", T=1.2, FI="FR4"
4| Medium: T=0.254, FI="Prepreg"

5| Signal: "Mid-1", T=1.2, FI="FR4", Cond="Copper"
6| Medium: T=0.254, FI="FR4"

7| Signal: "Mid-2", T=1.2, FI="FR4", Cond="Copper"
8| Medium: T=0.254, FI="Prepreg"

i 9| Plane: "Power", Cond="Copper", T=1.2, FI="FR4"
]} 10] Medium: T=0.254, Fi="Prepreg"

Lo 11 Signal: "Bottom"”, T=1.2, FI="FR4", Cond="Copper"

Figurel10: décomposition de la stack couche par couche

En cliquant droit sur chaque couche, vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier

- -1 StackUp: LU=[mm], NL=6, T=8.47[mm)]

= 1| Signal: “Top", T=1.2, FI="Air", Cond="Copper"
. 2| Medium: T=0.254, FI="Prepreg"
= 3| Plane: "GND", Cond="Copper", T=1.2, FI="FR4g
B 4 Medium: T=0.254, Fi="Prepreg" Add Layer Above...
-mm 3| Signal: "Mid-1", T=1.2, FI="FR4", Cond="Copp Add Layer Below...
B 6 Medium: T=0.254, FI="FR4" Change To Plane
.. 7| Signal: "Mid-2", T=1.2, FI="FR4", Cond="Copp Change To Signal
. 8| Medium: T=0.254, FI="Prepreg"
== 9| Plane: "Power", Cond="Copper", T=1.2, FI="FF ¥ Cut Ctrl+X or Shift+Del
Il 10 Medium: T=0.254, Fi="Prepreg” By Copy Ctrl+C or Ctrl+Insert
. ‘..mmm 11| Signal: "Bottom", T=1.2, FI="FR4", Cond="Coj (=, B Paste Cirl+V or Shift+Insert
- Stackup 3D View
&) 3 CircuitData: LU=[mm)], Truncation=0.1[mm)] X Delete Del
&9 Geometry3DView ' Properties... Alt+Enter

Figurell: ajouter une couche a I'endroit sélectionné

Pensez ° d®sCartinué buikling stadkup jartd adal another layer below thisi-
dessous pour ne plus ajouter automatiquement une couche supplémentaire, comme indique la Figure
ci-dessous

-10-
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Layer ? X
Type: |Signal ~
Name: |Bottom|
S -
[ Default Conductor Name: | Copper
Fill Insulator Name: FR4 ~

Adjust Roughness. ..

Bases for auto-generated names are defined in Solution/Defaults/Common/StackUp.

Mon-zero layer thickness is required to account metal losses, Thickness of 1 Oz per sq. foot
copper is 1.2-1.35 mil or 30-35 um.

Add materials, setup default material and view/edit material properties in the Materials.

[[Jcontinue building stackup and add another layer below this

Lo |

Cancel

Figurel2: désactivation de I'ajout de couche automatique

Visualisation en 3D

= JAS

EXPERT

Cliquez droit sur Stackup et sélectioni@@zen Stackup 3D viewpour un affichage en 3D, comme
indique la Figure edessous

.mm 1| Signal: “Top", T= Air, |
. 2| Medium: T=0.254, FI="Preprec
i.mmm 3| Plane: "GND", Cond="Copper'
: . 4| Medium: T=0.254, FI="Preprec
mm 5| Signal: "Mid-1", T=1.2, FI="FR¢
£ . 6] Medium: T=0.234, FI="FR4" %
. mm 7| Signal: "Mid-2", T=1.2, FI="FR
. 8] Medium: T=0.254, FI="Preprec
.mm 9| Plane: "Power”, Cond="Coppe ®
£ . 10| Medium: T=0.254, FI="Prepre: %
_.mm 11| Signal: "Bottom", T=1.2, FI="F ~
2. Stackup 30 View L
.

Add Layer at Top...

Add Layer at Bottom...

Mirror Down

Open Stackup 3D View

Cut Ctrl+X or Shift+Del
Copy Ctrl+C or Ctrl+Insert
Paste Ctrl+V or Shift+Insert
Delete Del
Properties... Alt+Enter

Figurel3: ouvrir le modéle 3D de la stack

GND

pid-1

Figurel4: stack en 3D
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EDA Expert

1 Avenue Paul Vaill@atturier

94110 Arcuell, France
Tel : +33 (0) 1 58 07 00 79
Email : contact@ezgert.com
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